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단결정 성장에 응용할 수 있는 부양 장치 및 기술 반도체 공정에 사용되는 진공펌프의 트렌드 관측 및 
진단분석 기술

001 002

낮은 복사율의 구형 물질을 부양 상태에서 저출력 레이저 및 구형 거울을 
이용하여 효율적으로 용융하는 부양 장치

진공펌프의 트렌드 관측 및 진단분석 기법과 그 관측 및 분석기법 시스템 
및 상기 기법을 수행하는 컴퓨터 프로그램

단결정 성장을 진공상태의 공중에 부양시켜 오염을 최소화 할 수 있는 기술은 없을까?

공중에 물체를 부양시키는 기술은 언제 봐도 두 눈이 휘둥그래지곤 하죠. 정전기로 부양

시킨 용액을 증발시켜 단결정을 성장시키는 부양기술을 알고 계신가요? KRISS가 보유한  

'부양 장치 및 부양 방법' 기술을 이용하면 구형 물체에 직접적인 접촉 없이 단결정을 성장

시킬 수 있으므로 레이저 사용에 있어서 비용은 절감하고, 산란광과 반사광으로부터의 오

염은 방지하는 안전한 결정성장 실험 환경을 지켜낼 수 있습니다.

진공펌프의 트렌드를 생산 현장에서 빠르게 관측 및 진단 분석하는 기술이 있다면… 

반도체 및 평판 디스플레이 공정에는 건식 진공펌프가 필요한데요, 이 진공펌프를 언제나 

최상의 상태로 유지해야 고품질의 상품을 만들 수 있습니다.

KRISS가 보유한 기술은 신호 수집, 통신, 공정 제어 통합과 같은 스마트 환경 구현 핵심 기

술인 '적응형 인자모델(adaptive parametric modeling)을 이용하기 때문에 제품을 만

드는 현장 공정에서 맞닥뜨리게 되는 다양한 변수들에 빠르게 적응하며 펌프를 진단함은 

물론, 미리 보수하는 것도 가능합니다.
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진공펌프의 트렌드 관측 및 진단분석 기법과

그 관측 및분석 기법 시스템

및 상기 기법믈 수행하는 컴퓨터프로그램을 포함하는

컴퓨터가 판독 가능한 저장매체

기술개요

■ 묘 기습은 반도처! 및 S판디스■레이 공정용 건식 진공명프의 상태진단 및 예지보수를 위한

정밀 상태진단 기법과 실 공S 에서 진공평프들의 고장방지 {lailur슨 protection) 예측지술
* 반도체 및 평판디스■레 1 현장 공청에서 직면하는 다양한 공정조건【상태변수》에 적용할수

있는, 뜩 공정 상태변수블의 적용험 언자모델 (adap live para tner lc modelling}울 이용한

공정 적음협 상대진단 및 에지 보수 기술 구현

• 국내 반도체 및 평판 디스■레리 공정에 운용 중인 건식 진공펌프돌의 상태진B 및 예치보수플

위한 제품화 기술 적용: 현장 적용성 검충 진행 중

기술특징

* 본 가술은 q 충 상태변수들의 실 공정 적용형 인자모델 daptlve parame ric ftitK년 ling)을
이용한 상태진단 및 예지 보수 기법은 기존의 시계열 신호 기반의 상태진단 기술의 한계점인

대용량의 상태변수 저장공간과 진단기법의 연산에 필요한 대용량의 에모리들 약 100배 정도

절감합 뿐 아니라, 연산 속도 또한 10 베 향상된 선용 제공 -- 단일 스버 구현현 상태진단

능력은 기존보다 최소 10 대 이상 관리율력 확장

• 본 가술은 스마트 (신호수집, 통신. 공정 제어 몽합) 환경의 구현 핵심 거술인 환경 적용형

상태진단 및 예지보수 기술 구현

응용분야

- 반도체 및 평판디스醫레이 공정용 건식 진공펌프의 상태진단 및 분야 편 아니라 타 회전 기계류

(고 i 력 산업용 s 터. 전기 자동차용 a 터, 터보 분자평s , I I속 회전 로터 용》의 정밀 상래진단

및 예지보수에 적용 가농.

키워드 i

진공폄프, 상태진단, 에지보수，고장방지, 공정적용형 인자모델, 다중 상태변수

시장전망

세계 반도체장비 주요 기업으로는 A pplie d ma te rials , Tokyo Elec ro n ,
ASM L 총0! 었으여 t 3개 업체가 전체 반도체 장비 시장에서 차지하는 비差은 50%
이상으로 소자공정개발의 주요 기술을 주도하며 절대적인 명향력울 미치고 았음

■ 세게 반도체장비 시장올 주도하는 국가는 미국 , 일본, 유럽 동으로 p한국, 대만, 종국 ,
일본의 반도체소차 제조 가업울 수요로 강세를 보아고 있음

• 세게 반도체장비 시장규모는 2 0 12 년에 약 43 0먹끌려 규모임

■ ■ 匕 || 국내 반도체 장비 업체의 산업 경쟁력온 63%수준으로, 주요 반도채 장비 업체언

10개 회사 중 국내 기업은 하나도 없는 실정이며，국내 메모리반도체 M야가 세계 1

위양에도 불구하고 국내 반도체 장비 분야는 세계 시장에서 열세한 편임

■ 주요 국내 기업으로는 전공정장비에 세메스，주성엔지니어링 P야Of피에스，델아 t지에이디피
용이 았으며, 패키지 장비로는 이오테크M스 한미반도체. 검사장버로는 ≫ 릉써어터와

유니테스트 름이 았음

■ 국내 반도채장비 시장수요는 2 0 12 년에 약 8조 6천억원 규모이여 20 15년에는 9조
4천억원 규모에 달할 것으로 예측됩

<표> 국내외 반도4 집 제조장비 시장전망
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